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Стаття аналізує глобальний ринок мікрочипів крізь призму геоекономіки та міжнародної безпеки, поясню-
ючи, як нова промислова політика і режими експортного контролю переформатовують ланцюги постачання, 
витрати та часові горизонти інвестицій. Методично поєднано структурно-галузевий аналіз із якісним сценар-
ним моделюванням 2025–2030 рр. і фокусом на вузьких місцях (літографія, матеріали, EDA/OSAT). Отримані 
результати підтверджують: умовні стимули, координація доступу до обладнання/EDA та прозорість постачань 
знижують системний ризик без руйнування глобальної спеціалізації. Практична цінність полягає у дорожній 
карті для відкритих економік: таргетована локалізація ланок із високим мультиплікатором, контрактний муль-
тісорсинг та операційні метрики стійкості. Рекомендації придатні для поетапного впровадження в умовах бю-
джетних обмежень та регуляторної невизначеності.

Ключові слова: світовий ринок мікрочипів, геоекономіка, промислова політика, експортний контроль,  
ланцюги постачання, friend-shoring, стійкість, EDA, EUV/DUV.

The article examines the global semiconductor market through the lenses of geo-economics and international 
security, showing how the latest wave of industrial policy and export controls reshapes supply chains, capital 
allocation, and technology migration. The objective is a decision-focused assessment for open and transition 
economies: where resilience can be built at the lowest opportunity cost while preserving innovation. Methodologically, 
the study combines structured industry analysis with qualitative scenario modeling for 2025–2030. We map the 
value chain from design/EDA through foundry and OSAT, flag single points of failure in lithography and specialty 
materials, and stress-test three trajectories: Friend-shoring+ (rapid re-routing with higher CAPEX and longer lead 
times), Strategic Parity (coordinated access rules and gradual easing of concentration at advanced nodes), and 
Fragmentation 2.0 (tighter restrictions and local shocks that create duplicative technology islands). Results show 
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that institutional discipline is decisive. Conditional incentives tied to measurable localization KPIs, transparent supply 
documentation, audited multi-sourcing, and coordinated access policies for equipment and EDA cut systemic risk 
without dismantling global specialization. Across scenarios, operational metrics–time-to-recover, time-to-survive, 
inventory buffers, fallback logistics, and routine cyber diligence–are more useful than headline capacity figures for 
policy and management. The practical contribution is an implementation-ready toolkit: for policymakers, incentives 
with clawback clauses, crisis playbooks anchored in recovery metrics, and baseline mutual-recognition; for firms, 
enforceable multi-sourcing, flexible node allocations with contingency capacity, and periodic stress tests; for analysts, 
a minimal monitoring set–bottleneck concentration, access to tools, inventory adequacy, and recovery performance. 
Overall, the paper argues for a trust-based architecture in which industrial policy is conditional, coordinated, and 
measurable, allowing resilience and innovation to reinforce each other.

Keywords: global semiconductor market, geo-economics, industrial policy, export controls, supply-chain  
resilience, friend-shoring, EDA, lithography, advanced packaging.

Постановка проблеми. Стрімкий попит 
на ІІ та хмарні обчислення зробив напівпро-
відники критичною інфраструктурою, однак 
зростання супроводжується надконцентра-
цією передових вузлів у кількох юрисдикціях, 
залежністю від вузьких технологій (EUV/DUV, 
EDA, спеціальні матеріали) та посиленням 
режимів експортного контролю. Це породжує 
асиметрії доступу до обладнання й дизайну, 
«одноджерельні» ланцюги, підвищені CAPEX/
OPEX і довші lead-times, особливо для відкри-
тих і перехідних економік. Наявні підходи часто 
розглядають промислові стимули, контроль 
експорту та операційну стійкість роз’єднано; 
бракує інтегрованої геоекономічної рамки, 
що пов’язує ринкову архітектуру, регуля-
торні бар’єри й канали передачі ризиків між 
ланками (design–foundry–OSAT–матеріали). 
Політика «керованої стійкості» – умовні сти-
мули з guardrails, мультісорсинг і прозорість 
постачань (SBOM), мінімальні стандарти вза-
ємного визнання та кризові плейбуки на основі 
TTR/TTS – зменшує системну вразливість без 
втрати інноваційної динаміки. Оптимальна 
траєкторія – змішаний режим, що поєднує 
глобальну спеціалізацію з «дружніми» клас-
терами і вимірюваними зобов’язаннями. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Сучасна література зводиться до трьох 
ліній доказів: мережеві «вузькі місця» як 
інструмент влади, системна роль державної 
підтримки, та емпірично вимірювана залеж-
ність ланцюгів постачання. Теоретичну рамку 
задають Farrell і Newman: «озброєна взаємо-
залежність» пояснює, як актори, що контр-
олюють ключові вузли глобальних мереж 
(фінанси, телеком, технології), здатні конвер-
тувати інтерконектedness у примус; ця логіка 
безпосередньо релевантна до чіпів через 
ЕDA-екосистему, літо-обладнання та стан-
дарти сумісності [4]. Робота Haramboure та 
ін. на базі нових таблиць ICIO відокремлює 
напівпровідники від ширшого ІКТ-кластеру й 
показує структурні вразливості: високу фіксо-

вану вартість, концентрацію критичних входів 
і перехресні залежності між design–foundry–
OSAT, що підсилює шоки і вимагає політик 
стійкості без руйнування глобальної спеці-
алізації [6]. Оновлене картування ланцюга 
від OECD (2025) фіксує подвоєння кількості 
торговельних залежностей за 2012–2014 до 
2020–2022 рр., високу концентрацію поста-
чання сировини/обладнання й зростання 
залежностей від КНР; половина проміжних 
виходів сектору повертається в сам сектор, 
що підкреслює «внутрішню» міжзалежність 
підгалузей [11]. Нарешті, аналітика EconPol 
(Hillrichs, Wölfl) демонструє крайній геогра-
фічний дисбаланс: три економіки (Китай, Тай-
вань, РК) генерують близько половини екс-
порту фінальних чіпів, а ключові дев’ять країн 
формують ядро торгівлі матеріалами, облад-
нанням і мікросхемами – і відповідну мережу 
багатобічних залежностей [7]. Сукупно ці 
результати обґрунтовують фокус статті: 
ефекти політики (субсидії/контроль експорту) 
слід оцінювати крізь мережеву структуру лан-
цюгів і показники відновлюваності, а не лише 
через локалізацію потужностей.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри зрушення, бра-
кує інтегрованої рамки, що одночасно поєд-
нала б інструменти промислової політики 
(субсидії з guardrails), режими експортного 
контролю та доступу до «вузьких» технологій 
(EUV/DUV, EDA), взаємне визнання сертифі-
кацій/аудитів уздовж ланцюга (OSAT, мате-
ріали) і вимірювані метрики стійкості (TTR/
TTS, буферні запаси) як єдиний механізм зни-
ження системного ризику. Відсутня узгоджена 
модель «friend-shoring-альянсів» із прозорим 
розподілом зобов’язань і кризових квот, а 
також стандартизована звітність, що дозво-
ляла б зіставляти ризики й ефективність полі-
тик між юрисдикціями без руйнування гло-
бальної спеціалізації.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета статті – обґрунтувати 
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та операціоналізувати геоекономічну рамку 
для світового ринку мікрочипів як інструмент 
зміцнення міжнародної безпеки та стійкості 
ланцюгів постачання. Для цього систематизу-
ються інструменти «нової промислової полі-
тики» (гранти, податкові кредити, guardrails), 
режими експортного контролю й доступу до 
критичних технологій (EUV/DUV, EDA, мате-
ріали), а також операційні практики віднов-
люваності (мультісорсинг, запаси, TTR/TTS). 
Передбачається побудова узгодженої моделі 
«керованої стійкості», що поєднує політичні, 
технологічні та сертифікаційно-операційні 
контури довіри (взаємне визнання сертифіка-
цій, прозорість постачань, аудит OSAT/матері-
алів). Завдання включає: (і) картографування 
ланцюга вартості design–foundry–OSAT та 
ідентифікацію «вузьких місць»; (іі) порівняль-
ний аналіз національних пакетів підтримки 
та регуляторних бар’єрів; (ііі) сценарне моде-
лювання 2025–2030 рр. із якісними показни-
ками ризику; (iv) формування індикативного 
індексу «геоекономічної чутливості»; (v) роз-
роблення дорожньої карти для відкритих і 
перехідних економік (таргетована локалізація 
ланок з високим мультиплікатором, контрак-
тний мультісорсинг, мінімальні стандарти вза-
ємного визнання, кризові плейбуки). Очікува-
ний результат – прикладний набір рішень, що 
знижує системну вразливість без руйнування 
глобальної спеціалізації та підтримує іннова-
ційну динаміку галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Глобальний ринок мікрочипів після глибокого 
циклу 2022–2023 років увійшов у фазу приско-
рення, яке живлять інвестиції в хмарну інф-
раструктуру, штучний інтелект та автоелек-
троніку. За оцінками WSTS, у 2025 році обсяг 
світового ринку сягне близько 701 млрд дол., 
або +11,2% р/р після відновлення 2024 року; 
за перше півріччя 2025-го продажі вже стано-
вили 346 млрд дол. (+18,9% р/р) [16]. Струк-
турно відновлення має «подвійне ядро»: логіка 
(CPU/GPU/ASIC, зокрема ІІ-прискорювачі) і 
пам’ять (DRAM/NAND) задають темп інвести-
цій, тоді як «довгий хвіст» зрілих техпроцесів 
(28–90 нм) підтримує промислову та авто-
мобільну електроніку. Водночас ринок стає 
дедалі більш геополітизованим [17]: доступ 
до передових вузлів (≤7 нм), EUV-літографії, 
фотошаблонів, високочистих газів та інстру-
ментів EDA перетворюється на об’єкт про-
мислової політики й експортного контролю, а 
отже – на фактор міжнародної безпеки [5].

Американський CHIPS and Science Act 
заклав фінансове «ядро» для перезапуску 

виробництва: 39 млрд дол. прямих грантів 
на фабрики, 25% інвесткредит на облад-
нання, ще близько 13 млрд дол. – на R&D і 
кадри [3]. Уже матеріалізовано низку великих 
рішень: фіналізовані багатомільярдні пакети 
для Intel і TSMC-Arizona, а також державні 
та штатні гранти для пов’язаних виробництв 
матеріалів та скляних компонентів; штати 
доповнюють федеральні стимули влас-
ними фондами (приклад – Техас для про-
єкту Samsung у Тейлорі). У ЄС з 21 вересня 
2023 року діє European Chips Act, що мобі-
лізує понад 43 млрд євро «політично зумов-
лених» інвестицій до 2030 року, включаючи 
пілотні лінії під <2 нм на базі imec та мережі 
національних лабораторій [8]. Паралельно  
Єврокомісія посилює власні повноваження 
з експортного контролю, аби оперативніше 
перекривати «вузькі місця» щодо подвій-
ного призначення, зокрема обладнання для 
виробництва напівпровідників. У Південній 
Кореї «K-Chips» еволюціонував у розширений 
пакет податкових кредитів і пільгового фінан-
сування для інвестицій у стратегічні техноло-
гії: для великих компаній базові ставки креди-
тів зросли до ~20%, для МСП – до ~30%, а 
уряд додатково запускає цільові програми в 
ІІ та HBM [2]. Японія, у свою чергу, спрямо-
вує масштабні субсидії на відновлення тех-
нологічного суверенітету: лише Rapidus отри-
мує декілька хвиль підтримки (¥590 млрд у 
2024 р., подальші рішення у 2025-му), орієн-
туючись на серійність у другій половині деся-
тиліття [10].

Ці пакети не існують у вакуумі: вони прямо 
переплетені з режимами експортного контр-
олю, що визначають допуски до вузлів лан-
цюга вартості. Поворотним моментом стали 
«правила 7 жовтня 2022 року» Міністерства 
торгівлі США (BIS), які обмежили експорт 
високопродуктивних чипів і широкого спектра 
обладнання для виробництва напівпровід-
ників до КНР; у 2023–2025 роках їх декілька 
разів оновлювали з розширенням переліків, 
параметрів і країн дії, а також із посиленими 
вимогами до due diligence у foundry-секторі. 
На боці пропозиції критичним залиша-
ється «європейський вузол» – обладнання 
для літографії та метрології: саме зміни в 
американських і нідерландських правилах 
визначають, чи і в яких конфігураціях окремі  
DUV/EUV-системи можуть постачатися в кон-
кретні локації в Китаї. У сукупності це веде до 
«френдшорингу» – перемикання ланцюгів на 
юрисдикції з меншим регуляторним ризиком 
і більшим політичним довір’ям, що підвищує 
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витрати CAPEX/OPEX, але зменшує страте-
гічну вразливість.

Ринкова концентрація підсвічує безпе-
кову чутливість. Тайваньська TSMC зберігає 
істотне домінування у контрактному вироб-
ництві, зокрема на передових вузлах, що 
забезпечує їй високу цінову владу та визна-
чальну роль у забезпеченні глобальних про-
грам з ІІ; оцінки ринкової частки коливаються 
залежно від періоду та методик підрахунку, 
але 2024–2025 роки фіксують історично 
високі значення завдяки вибуховому попиту 
на 5/4/3 нм і прогрес у 2 нм. Це підкреслює 
подвійний імператив для США, ЄС, Япо-
нії та Кореї: з одного боку – підтримувати 
інтеграцію з тайванським ядром ланцюга, з 
іншого – поступово мультиплікувати критичні 
потужності «ближче додому» та розширювати 
«дружнє» кільце постачальників матеріалів і 
вузлів OSAT.

У підсумку, напівпровідниковий ринок вхо-
дить у фазу «промислової політики нового 
типу», де геоекономіка (субсидії, інвестиційні 
кредити, кооперація лабораторій [8; 18]) і гео-
політика (експортні режими, маршрути «дру-
гих ланцюгів», координація з союзниками) 
формують не лише обсяги виробництва, а й 
контури міжнародної безпеки. Для подаль-
шого аналізу ми оперуємо двома робочими 
гіпотезами. По-перше, стійкість ланцюгів 
постачання у 2025–2030 роках більше визна-
чатиметься доступом до обладнання/EDA 
та якістю регуляторної координації, ніж про-
сто географією фабів. По-друге, змагання 
субсидій без інституційної дисципліни (пра-
вила доступу, зворотні умови, пріоритетні 
серії в кризу) лише підвищує витрати без 
гарантії ефекту масштабу; отже, необхідні 
чіткі «умовні» інструменти – від пріоритетних 
замовлень до взаємного визнання сертифіка-
цій і мінімальних стандартів прозорості в лан-
цюгах постачання.

Глобальний ринок мікрочипів після турбу-
лентності 2022–2023 років демонструє синх-
ронізоване відновлення попиту у трьох «якір-
них» напрямах: хмарні обчислення та штучний 
інтелект, автоелектроніка і промислова авто-
матизація. За оцінками WSTS, у 2025 р. ринок 
зростає двозначними темпами після віднов-
лення 2024-го; підсумки першого півріччя 
фіксують прискорення продажів порівняно з 
2024 р. [16]. Цей зсув від циклічного до струк-
турного попиту переформатовує інвестиції: 
провідні виробники перерозподіляють CAPEX 
на користь передових вузлів (≤7 нм) у логіці, 
водночас утримують значні спроможності на 

зрілих техпроцесах (28–90 нм) для автомо-
більної та індустріальної електроніки. Вини-
кає «міцка зв’язка» між дизайном (EDA/IP), 
фотолітографією (EUV/DUV), матеріалами 
(фотошаблони, високочисті гази) та опера-
ціями тестування/упаковки (OSAT), а вузькі 
місця зосереджені у дуже обмеженій групі 
юрисдикцій – отже, технічні залежності пере-
ходять у площину міжнародної безпеки [2].

Домінування Тайваню у контрактному 
виробництві на передових вузлах, техноло-
гічна вага Південної Кореї у пам’яті (DRAM/
HBM) і роль США в EDA та «верхніх» шарах 
дизайн-екосистеми формують асиметричну 
архітектуру, де однаковою мірою важать і 
частки ринку, і доступ до критичного облад-
нання. У 2025 р. ринкова частка TSMC у 
foundry-секторі досягає історично високих 
значень, що віддзеркалює вибуховий попит 
на 5/4/3-нм і прогрес до 2-нм серій. На це 
накладається «нова промислова політика»:  
CHIPS & Science Act у США (гранти на 
фабрики, 25% інвесткредит на обладнання, 
суттєві видатки на R&D і кадри), European 
Chips Act з мобілізацією понад €43 млрд до 
2030 р. [3], корейські податкові кредити та піль-
гове фінансування для стратегічних техноло-
гій (K-Chips 2.0), масштабна підтримка Японії 
для повернення технологічного суверенітету 
(зокрема Rapidus) [10]. Паралельно режими 
експортного контролю США (пакет 7 жовтня 
2022 р. та наступні оновлення 2023–2025 рр.) 
звужують «вікна» доступу до передових чипів 
і широкого спектра обладнання; посилюється 
координація з Нідерландами та Японією щодо 
ліцензування DUV/EUV [8]. Результат – поши-
рення friend-shoring: переналаштування лан-
цюгів на юрисдикції з нижчим регуляторним 
ризиком, навіть ціною вищих CAPEX/OPEX та 
довших термінів розгортання потужностей.

Для учасників ринку це означає перехід 
від «глобальної оптимізації витрат» до «керо-
ваної стійкості». Дизайнери і системні інте-
гратори диверсифікують постачання IP-ядер 
та EDA-інструментів; виробники бронюють 
«гнучкі» квоти під критичні вузли; OSAT-
кластеризація розглядається не лише як опе-
раційна економія, а як компонент безпеки 
ланцюга. Практично: для логіки критичними є 
доступ до EUV і вузлів ≤7 нм та гарантії прі-
оритетних серій; для пам’яті – циклічність і 
чутливість до хвиль інвестицій у дата-центри 
та ІІ; для analog/MCU – стабільність зрілих 
техпроцесів і довгі контракти в автосегменті. 
Надалі ми виходимо з двох тез: (1) стійкість 
ланцюга у 2025–2030 рр. визначатиметься 
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доступом до обладнання/EDA і якістю регу-
ляторної координації більше, ніж «геогра-
фією фабів»; (2) оптимальна відповідь для 
відкритих економік – таргетована локалізація 
ланок із високим мультиплікатором, поєд-
нана з контрактним мультісорсингом та міні-
мальними стандартами прозорості постачань 
(табл. 1).

Оновлена промислова політика в напів-
провідниках поєднує прямі стимули з «регу-
ляторними огорожами», переводячи конку-
ренцію держав у площину безпеки ланцюгів 
постачання. У США CHIPS & Science Act поєд-
нав гранти на фабрики, 25% інвестиційний 
податковий кредит на обладнання та суттєві 
видатки на R&D/кадри через національні цен-
три (NSTC тощо). Ключові – guardrails: бене-
фіціари мають утримуватися від «значного 
розширення» передових потужностей у ризи-
кових юрисдикціях та звітувати про виконання 
умов. На практиці федеральні стимули синх-
ронізуються зі штатними пакетами (співфінан-
сування, інфраструктура), а адресні рішення 
для окремих проєктів (Intel, TSMC-Arizona) 
підкріплюються локальними вимогами до під-
рядників і ланцюгів постачання [16].

Європейський підхід кодифіковано у 
European Chips Act: регламент визначає 
«first-of-a-kind» виробництва, передбачає 
пілотні лінії суб-2 нм у мережі дослідницьких 
центрів (зокрема imec) й механізми кризо-
вого реагування – від моніторингу до пріори-
тизації замовлень у надзвичайних ситуаціях 
[5]. Держави-члени підв’язують національні 

інструменти (IPCEI, податкові стимули) 
до цієї рамки, концентруючи підтримку на 
ланках із найбільшим мультиплікатором 
знань і капіталу. Південна Корея запустила  
«K-Chips 2.0»: підвищені ставки податкових 
кредитів для стратегічних інвестицій (орієн-
товно ~20% для великих і до ~30% для МСП) 
та цільове фінансування напрямів HBM/
AI-логіки. Японія комбінує адресні субсидії 
з технологічними ко-інвестиціями: урядові 
рішення на користь Rapidus та суміжних про-
єктів (кілька хвиль підтримки у 2024–2025 рр.) 
покликані «повернути» критичні компетенції 
та вивести виробництво на серійність у другій 
половині десятиліття [4; 5] (рис. 1).

Регуляторний вимір – експортний контр-
оль. Поворотним стали правила Міністер-
ства торгівлі США від 7 жовтня 2022 р., що 
обмежили експорт високопродуктивних чипів 
і широкого спектра обладнання до КНР; у 
2023-му оприлюднено масштабні оновлення 
з розширеними переліками, уточненими 
параметрами та підвищеними вимогами до 
due diligence у контрактному виробництві [8]. 
Окремий «вузол» – фотолітографія: рішення 
уряду Нідерландів щодо ліцензування іммер-
сійних DUV-систем і позиція ASML щодо 
впливу обмежень задають «ворота» доступу 
до апгрейду виробництв у вибраних локаціях. 
У сумі це стимулює friend-shoring: виробники 
й замовники переносять ланки в юрисдикції 
з нижчим регуляторним ризиком, приймаючи 
вищі CAPEX/OPEX і довші lead-times в обмін 
на меншу стратегічну вразливість.

Таблиця 1
Сегменти ринку та чутливість до «вузьких місць» (аналітична матриця)

Сегмент
Ключові 

драйвери 
попиту

Технологічна 
залежність Типові ризики Геополітична 

чутливість

Logic (CPU/
GPU/ASIC, AI)

Хмари, ІІ, 
телеком

EUV/DUV, EDA/
IP, ≤7 нм

Дефіцити 
потужностей, 
переходи вузлів

Висока: контроль 
експорту, доступ 
до обладнання 

Memory (DRAM/
NAND/HBM)

Дата-центри, 
ІІ, ПК

Літографія, 
матеріали, 
капекси

Циклічність, 
переінвестування

Середньо/висока: 
чутливість до 
субсидій і кластерів 

Analog/MCU
Авто, 
промислова 
ел-ка

Зрілі вузли 
28–90 нм,
 спецпро-цеси

Логістика, довгі 
контракти

Середня: 
залежність 
від OSAT, менша 
від EUV 

Foundry/IDM
Аутсорс 
дизайну/
виробництва

Широкий спектр 
вузлів

Завантаження/
квоти, технологічні 
переходи

Висока: 
концентрація 
потужностей у 
кількох юрисдикціях 

Джерело: [16]
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Звідси практичні висновки для відкри-
тих економік. По-перше, умовність під-
тримки: гранти й податкові кредити доцільно 
прив’язувати до чітких KPI локалізації та 
механізмів clawback, а також до правил прі-
оритизації замовлень у кризу. По-друге, полі-
тика доступу до обладнання/EDA: коорди-
нація між США, ЄС, Японією та Республікою 
Корея щодо мінімальних стандартів взаєм-
ного визнання сертифікацій і процедур due 
diligence знижує транзакційні витрати без 
послаблення контролю. По-третє, операційна 
прозорість ланцюгів (SBOM постачання, 
сертифікований мультісорсинг, регулярне 
оновлення профілів TTR/TTS для критичних 
позицій) підвищує відновлюваність без «над-
лишкового» регулювання. У підсумку «нова 
промислова політика» перестає бути суто 
«змаганням субсидій» і формує архітектуру 
довіри, де доступ до вузьких місць – облад-
нання, EDA, фотошаблонів – безпосередньо 
конвертується у стійкість ланцюгів і параме-
три міжнародної безпеки.

Ризик-профіль світового ринку мікро-
чипів сьогодні визначають три осі: геополі-
тика, «вузькі місця» технологічного ланцюга 
та кіберопераційні загрози. Після 2022 року 
індустрія свідомо переходить від «глобаль-
ної оптимізації витрат» до «керованої стій-
кості»: диверсифікуються джерела матері-
алів і OSAT-послуг, підвищуються буферні 
запаси, запроваджуються стандарти прозо-
рості постачань і регулярні «стрес-тести»  
ланцюгів [1].

Найвища структурна чутливість пов’язана з 
фотолітографією: серійні вузли ≤7 нм потребу-
ють складних DUV/EUV-інструментів, доступ 
до яких регулюється експортним контролем і 
ліцензуванням; будь-які зміни правил одразу 
впливають на графіки апґрейду та CAPEX у 
вибраних локаціях [1]. Не менш вразливий 
контур – матеріали. За оцінками ЄК/JRC, 
до 2022 року Україна забезпечувала значну 
частку високочистого неону для американ-
ського ринку; вторгнення РФ спричинило шок 
постачання і змусило галузь переукладати 
контракти та інвестувати у резервні потуж-
ності. У 2024 р. світовий ринок матеріалів 
зріс до $67,5 млрд завдяки попиту на пере-
дові процеси й HBM, однак його концентрація 
лишається джерелом ризику.

Окремо стоїть ризик «фізичних» збоїв. 
Землетрус на Тайвані у квітні 2024 року зму-
сив виробників тимчасово зупиняти дільниці, 
перевіряти EUV-інструменти та коригувати 
графіки відвантажень; інцидент підтвердив, 
що time-to-recover для вузлів ≤7 нм залиша-
ється низьким навіть у технологічно підготов-
лених кластерів. Третій вимір – кіберзагрози: у 
березні–червні 2025 року кілька China-aligned 
груп провели координовані кампанії проти 
тайванської напівпровідникової екосистеми 
(дизайн, виробництво, OSAT, а також аналі-
тики інвестринку), застосовуючи фішинг і бек-
дори; це підвищує ризик компрометації IP та 
«м’яких» ланок ланцюга [14].

Практичні відповіді стають стандартом. 
По-перше, формальний мультісорсинг кри-

Рис. 1. Вертикальна стрічка часу «нової промислової політики»  
та експортного контролю у напівпровідниках

Джерело: [5; 3; 8]

 2022-10-07 США: первинний пакет BIS щодо advanced computing & SME 

2022-12 CHIPS & Science Act: запуск ключових треків (гранти/ITC/R&D) 

2023-09-21 ЄС: набуття чинності European Chips Act (рамка «first-of-a-kind», 
кризовий механізм) 

2023-10-25 США: велике оновлення правил BIS (розширені переліки й 
параметри) 

2024-04-02 Японія: додаткова підтримка Rapidus (урядові рішення) 

2024-09-06 Нідерланди: нові ліцензійні вимоги на іммерсійні DUV (ASML) 

2024-12-02 ASML: очікуваний вплив обмежень у межах прогнозу 2025 

2025-07-31 Республіка Корея: 2025 Tax Revision (ставки K-Chips 2.0) 
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тичних позицій (матеріали, фотошаблони, 
OSAT) із «exit-клауза́ми» на випадок регуля-
торних шоків. По-друге, операційні метрики 
стійкості (time-to-survive, підтримувані запаси) 
і резервні логістичні маршрути. По-третє, тех-
нічна прозорість: SBOM постачання, аудит 
EDA/IP, сертифікований доступ до інстру-
ментів і лабораторій. По-четверте, кібергігі-
єна постачальників 2–3 рівня (DMARC/2FA, 
сегментація мереж, плейбуки реагування). 
Огляди 2025 року сходяться: надійність лан-
цюга вища, ніж у 2021–2022 рр., але «точки 
відмови» – EUV/DUV, рідкі гази, геополітика 
Тайванської протоки – зберігаються; тому 
інституційна дисципліна (умовні субсидії, про-
зорість і координація контролю) важить не 
менше за обсяги інвестицій [1].

Після циклічного спаду 2022–2023 рр. 
ринок увійшов у фазу прискорення, підживле-
ного ІІ та дата-центрами. За WSTS, 2025 рік – 
двозначне зростання, причому основний вне-
сок дають logic і memory; весняний прогноз 
оцінював ринок у ~$701 млрд (+11,2% р/р), 
а оновлення за підсумками І півріччя під-
няло орієнтир до ~$728 млрд (+15,4% р/р). 
Консалтинг підтверджує траєкторію: 2025 – 
рекорд за продажами з утриманням курсу на 
~трильйон доларів до 2030 р., хоча споживчі 
ринки поза ІІ відновлюються нерівномірно. 
Концентрація пропозиції зростає: за даними 
TrendForce, у 2 кв. 2025 р. TSMC взяла 
близько 70% контрактного виробництва, що 
загострює чутливість до «вузьких місць» і 
водночас пришвидшує перетік інвестицій у 
«дружні» юрисдикції. ЄС у відповідь тримає 
фокус на FOAK-лініях і кризовому механізмі 
в межах European Chips Act (набрала чин-
ності 21.09.2023), намагаючись збалансувати 
наукове лідерство з операційною стійкістю.  
На горизонті 2025–2027 рр. SEMI очікує 
рекордні інвестиції в обладнання, причому 
лідируватимуть Китай, Південна Корея та 
Тайвань – це підтримує глобальні CAPEX, 
але також підвищує регуляторні ризики та 
потребу у координації контролю [13].

Для подальшого аналізу використову-
ємо три сценарії (якісні діапазони, без «жор-
стких» чисел, щоб не перевантажувати 
розділ). S1 «Friend-shoring+»: збереження 
високих витрат на переналаштування лан-
цюгів, спрямованих на зниження регулятор-
ної вразливості; CAPEX-імпульс сильний у 
2025–2027 рр., надалі – нормалізація. Частки 
передових вузлів зростають, але вартість 
введення потужностей і lead-times лишаються 
під тиском. S2 «Стратегічний паритет»: коор-

динація США–ЄС–Японія–РК по доступу до 
обладнання/EDA та «м’яка» стабілізація пра-
вил; ринок рухається за траєкторією WSTS/
консалтингу до ~трильйона у 2030 р., а кон-
центрація у foundry знижується повільно, хоча 
домінування TSMC на передових вузлах збе-
рігається. S3 «Фрагментація 2.0»: жорсткіші 
обмеження, локальні інциденти (геополітика/
сейсміка) та розрив стандартів сумісності; 
CAPEX зростає, але ефект масштабу втра-
чається, з’являються «острови» технологій 
і надлишкові дублювання ланцюгів – у під-
сумку нижчі темпи приросту та дорожчі інно-
вації [13].

Звідси випливають політичні й бізнес-прі-
оритети на 2025–2030 рр. По-перше, умовні 
стимули: гранти/податкові кредити мають 
бути прив’язані до прозорих KPI локалізації, 
доступу до критичного обладнання та «зво-
ротних» механізмів (clawback). По-друге, 
регуляторна координація: мінімальні стан-
дарти взаємного визнання сертифікацій і про-
цедур due diligence між США, ЄС, Японією та 
РК знижують транзакційні витрати, не посла-
блюючи контроль. По-третє, операційна стій-
кість: контрактний мультісорсинг для матері-
алів/OSAT, підтримувані запаси для «тонких» 
позицій, регулярні stress-tests ключових вуз-
лів (від EUV до фотошаблонів). По-четверте, 
інноваційний фокус: підтримка пакування для 
ІІ (CoWoS/HBM-сумісність), R&D в енергое-
фективності дата-центрів і кадри – це змен-
шує вартість зростання та розширює місткість 
ринку в сценаріях S1–S2 (табл. 2).

Фінально, глобальний ринок мікрочипів 
входить у десятиліття, де «вартість інновації» 
визначається не стільки дешевизною вироб-
ництва, скільки здатністю інституцій керувати 
ризиками ланцюгів. Дані WSTS і провідних 
консалтерів фіксують двозначне зростання 
2025 року, але траєкторія 2026–2030 рр. зале-
жатиме від того, чи перетворяться нинішні 
програми підтримки та контроль експорту на 
правила з прозорими умовами й передбачу-
ваністю. Успішні стратегії поєднують «умовні» 
стимули (локалізаційні KPI, clawback, пріо-
ритизація замовлень у кризу), координацію 
доступу до обладнання/EDA між союзниками 
та операційну дисципліну постачань (SBOM, 
мультісорсинг, регулярні stress-tests).

Для урядів: (і) проєктувати гранти/подат-
кові кредити як контракт із вимірюваними 
результатами (мікроланки з найбільшим муль-
типлікатором знань, R&D та пакування під ІІ); 
(іі) запровадити мінімальні стандарти взаєм-
ного визнання сертифікацій і процедур due 
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diligence із США, ЄС, Японією та Республікою 
Корея, щоб зменшити транзакційні витрати 
без послаблення контролю; (ііі) прив’язати 
кризові механізми до індикаторів TTR/TTS 
для критичних вузлів, щоб у пікові збої активу-
вати пріоритетні серії. Для бізнесу: будувати 
портфельну стійкість – формальний мульті-
сорсинг матеріалів і OSAT, «гнучкі» квоти по 
вузлах, планові перевірки ланцюгів EDA/IP та 
кібергігієну постачальників другого/третього 
рівня. Для академічної та аналітичної спіль-
ноти: уніфікувати публічний набір мінімальних 
показників моніторингу (концентрація вузьких 
місць, доступ до обладнання/EDA, запаси й 
відновлюваність), щоб зменшити асиметрію 
інформації між державою та галуззю.

Отже, «нова промислова політика» пра-
цює тоді, коли вона умовна, координована 
і вимірювана. За такої архітектури довіри 
ринок має шанс утримати високу траєкторію 

попиту (ІІ, дата-центри, автоелектроніка), не 
руйнуючи глобальну спеціалізацію – ключову 
передумову технологічного прогресу в напів-
провідниках.

Висновки. Глобальний ринок мікрочипів 
входить у фазу, де зростання визначається 
не стільки дешевизною виробництва, скільки 
інституційною здатністю керувати ризиками 
ланцюгів. «Нова промислова політика» та екс-
портний контроль переформатовують доступ 
до критичних технологій і зміщують інвестиції. 
Ефективна відповідь – модель керованої стій-
кості: умовні стимули з guardrails, координація 
доступу до обладнання/EDA між союзниками, 
прозорість постачань (SBOM, аудит OSAT/
матеріалів), контрактний мультісорсинг і кри-
зові плейбуки на основі TTR/TTS. Для відкри-
тих і перехідних економік пріоритет – таргето-
вана локалізація «ланок з мультиплікатором» 
без руйнування глобальної спеціалізації.

Таблиця 2
Сценарії до 2030 р. та очікувані наслідки (якісні оцінки)

Сценарій CAPEX/
обладнання

Частки у foundry 
(передові вузли)

Регуляторні 
ризики

Очікуваний темп 
ринку

S1 Friend-
shoring+

Високі 
25–27, далі 
нормалізація 

Домінування TSMC 
зберігається 

Середні↑ (міграція 
ланцюгів)

Високий 
25–27, помірний 
далі

S2 Пари-тет Стійкі, 
координовані

Помірна 
деконцентрація

Низькі/середні 
(узгодження 
правил)

Траєкторія 
до ~$1 трлн у 2030

S3 Фраг-
ментація 2.0

Високі, але 
неефективні Локальні «острови» Високі (розрив 

стандартів)
Нижче бази, 
витрати ростуть

Джерело: [15]
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